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Beschreibung 

Sensorbauteil und Nutzen zu seiner Herstel^.ung 

Die Erfindung betrifft ein Sensorbauteil und einen Nutzen xnit 
mehreren Sensorbauteilpositionen, wobei in den Positionen 
Sensorchips mit Sensorbereichen und mit Kontaktf lachen auf 
ihren aktiven Oberseiten angeordnet sind. 

Die sensorchips- derartiger Sensorbauteile sind bisher auf ei- 
nem Schaltungssubstrat beziehungsweise auf einem Nutzen in 
Form einer Leiterplatte nvit mehreren Sensorbauteilpositionen 
angeordnet. Eine derartige Anordnung bedingt, dass zum Schal- 
tungssubstrat beziehungsweise zum Nutzen, hin in jeder der 
Sensorbauteilpositionen Verbindungen von den KontaktflSchen 
zu Kontaktanschlussfiachen auf dem Schaltungssubstrat herzu- 
stellen sind. Diese Verbindungen werden mit zeitaufwendigen 
und kostenintensiven, sowie thermisch belastenden Verbin- 
dungstechniken geschaffen, was die ZuverlSssigkeit des Sen- 
sorbauteils einschrSnkt und gleichzeitig hohe Kosten verur- 
sacht . 



Aufaaba der Erfindung 1st es, ein Sensorbauteil schaffen, 
das eine verbesserte Zuverlassigkeit aufweist und kostengUns- 
tiger harstellbar ist. 

Gelast wird diese Aufgabe xnit dem Gegenstand der unabh^ngigen 
Ansprache. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben 
sich aus den abhangigen Ansprachen. 

ErfindungsgemaiS wird ein Sensorbauteil angegeben, das einen 
Sensorchip mit einem Sensorbereich auf seiner aktiven Ober- 
seite aufweist. Die Elektroden des Sensorbereichs sind tiber 
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Leiterbahnen mit Kontaktfiachen auf der aktiven Oberseite des 
Sensorchips verbunden. Der Sensorchip ist mit seiner RUcksei- 
te und mit seinen Randseiten in eine Kunststof fplatte einge- 
bettet, wobei die aktive Oberseite des Sensorchips mit einer 
Oberseite der Kunststof fplatte eine Gesamtoberseite bildet 
Auf dieser Gesamtoberseite ist eine Umverdrahtungslage mit 
einer Umverdrahtungsschicht angeordnet,. wobei sich die Um- 
verdrahtungsleitungen von den Kontaktf lichen zu Aulienkontakt- 
fiachen des Sensorbauteils erstrecken. 

Ein derartiges Sensorbauteil hat den Vorteil, dass far die 
elektrischen Verbindungen zwischen Sensorchip und Kunststoff- 
Platte keine NiveausprOnge zu ilberwinden sind, sondern die 
Umverdrahtungslage mit ihren Umverdrahtungsleitungen auf ei- 
ner Gesamtoberseite angeordnet ist. Folglich entf alien kom- 
Plexe Verbindungstechniken, wie Bondtechnik oder Flip-Chip- 
Technik. Aulierdem k5nnen mit dem Sensorchip beliebig viele 
Halbleiterchips und passive Bauelemente zu einem Sensormodul 
in die Kunststof fplatte eingebettet werden. Dazu sind in die 
Gesamtoberseite ElektrodenflSchen, von in die Kunststof fplat- 
te eingebetteten passiven Bauelementen, vorgesehen. In diesem 
Fall verbinden die Umverdrahtungsleitungen auf der Gesamt- 
oberseite Elektrodenflachen der passiven Bauelemente mit Kon- 
taktfiachen des Sensorchips und/oder des Halbleiterchips 
und/oder mit AuBenkontaktf lachen. 

Eine derartige Verdrahtung mit Hilfe von Umverdrahtungslei- 
tungen erfolgt innerhalb einer einzigen Umverdrahtungss- 
chicht. Diese Umverdrahtungsschicht kann durch weitere Isola- 
tionsschichten und Umverdrahtungsschichten erweitert werden 
wobei mehrere Umverdrahtungsschichten Uber Durchkontakte 
durch die Isolationsschichten miteinander verbunden sind. Da- 
mxt ergibt sich eine mehrschichtige. Umverdrahtungslage, die 
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Ohne groJien Aufwand auf die Gesamtoberseite aus Halbleiter- 
oberseiten und Kunststof foberseite gebildet wird. 

Anstelle einer Anordnung von Sensorchip und Halbleiterchip 
nebeneinander ist es auch mSglich, in der Kunststof fplatte 
eine Stapelung eines Sensorchips mit einem Halbleiterchip U- 
bereinander unterzubringen. Dieses hat den Vorteil, dass die 
Gesamtoberseite des Sensorbauteils klein gehalten werden 
kann. 

Der Sensorbereich kann auf Druck, Temperatur, Warmestrahlung 
Oder elektromagnetische Strahlung reagieren. 

In einer weiteren Aus ftihrungs form der Erfindung wird tiber dem 
Sensorbereich eine Linse angeordnet, um eine hOhere optische 
Empfindlichkeit zu erreichen. Diese Linse kann aus Glas be- 
stehen oder eine flache Linsenfolie mit Fresnelringen aufwei- 
sen, was den Vorteil hat, dass sich die HOhe des Sensorbau- 
teils durch Anbringen einer Fresnellinse nicht wesentlich 
vergrdfiert . 

Aufierhalb des Bereichs des Sensorchips kann die Kunststoff- 
masse in einer weiteren Aus fUhrungs form der Erfindung Durch- 
kontakte zu AuBenkontaktflachen aufzuweisen, die der Gesamt- 
oberseite gegentiber liegen. Das hat den Vorteil, dass der 
Sensorbereich frei zuganglich ist, selbst wenn das Sensorbau- 
teil auf einer Leiterplatte mit Hilfe der Aufienkontakte f i- 
xiert wird. Im anderen Fall, das heifit, wenn keine Durchkon- 
takte durch die Kunststof fmasse vorgesehen sind, und die Au- 
Jienkontakte auf der gleichen Oberseite, das heifit auf der ge- 
meinsamen Gesamtoberseite angeordnet sind, wSre es erf order-- 
lich, in einer dartiber angeordneten Leiterplatte eine Offnung 
vorzusehen, so dass ein Zugriff zu dem Sensorbereich des Sen- 
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sorchips itisglich wird. Die Durchkontakte zu den AuJJenkontakt- 
flachen kSnnen auf der Gesamtoberseite elektrisch tiber Um- 
verdrahtungsleitungen mit den Kontaktf lachen des Sensorchips 
verbunden sein. 



Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrif ft ein optoelektroni- 
sches Gerat, das ein Sensorbauteil aufweist, welches in einem 
Kameragehause untergebracht ist. Der Sensorbereich des Halb- 
leiterchips weist in diesem Falle eine CCD-Struktur oder eine 
andere Bildaufnahmestruktur auf, mit der beispielsweise Bil- 
der mittels eines Handy ^s auf genommen warden kSnnen und zu 
einem GesprSchspartner Qbertragen werden konnen. 

Das Sensorbauteil kann auch einen Zusatz aufweisen, so dass 
es als optoelektronisches Kopplungsbauteil eingesetzt werden 
kann. In diesem Fall wird fiber dem Sensorbereich ein Glasfa- 
sereinsteckbereich angeordnet, in dem eine Glasfaser als 
Lichtwellenleiter einsteckbar ist. Derartige optoelektroni- 
sche Kopplungsbauteile werden in grolien Mengen benatigt, so 
dass die kostenganstige Herstellung des erfindungsgemSfien 
Sensorbauteils von Vorteil ist. 

Ein weiterer Aspekt der Erfindung bezieht sich auf einen Nut- 
zen, der in Zeilen und Spalten angeordnete Bauteilpositionen 
far Sensorbauteile auf weist. Dabei weist der Nutzen bereits 
alle Schaltungskomponenten des Sensorbauteils auf, wie Sen- 
sorchip mit Sensorbereich und mit Kontaktf lachen, Oberseiten 
von Halbleiterchips mit Kontaktf lachen, Elektroden von passi- 
ven Bandelementen, eine Kunststof foberseite, welche die Halb- 
leiterchipoberseiten umgibt, eine Umverdrahtungslage auf ei- 
ner Gesamtoberseite. Dabei weist- die Umverdrahtungslage eine • 
Omverdrahtungsschicht mit Umverdrahtungsleitungen auf, welche 
die Kontaktfiachen der Sensorchips mit AuBenkontaktf lachen 
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des Sensorbauteils verbindet. Auf der Gesamtoberseite des 
Nutzen k6nnen auch noch Aufienkontakte auf den Aufienkontakt- 
fiachen angeordnet werden, um in jeder der Bauteilpositionen 
ein Sensorbauteil zu komplettieren, bevor der Nutzen in Ein- 
zelbauteile getrennt wird. 

Ein Verfahren zur Herstellung eines Nutzens weist die nach- 
folgenden Verfahrensschritte auf. ZunSchst wird ein Halblei- 
terwafer bereitgestellt, der in Zeilen und Spalten angeordne- 
te Sensorchippositionen aufweist. AnschlieBend wird der Halb- 
leiterwafer in einzelne Sensorchips mit einem Sensorbereich 
und Kontaktfiachen auf einer aktiven Oberseite der Sensor- 
chips getrennt. Danach wird eine Klebefolie oder eine Klebe- 
platte in eine erste Moldwerkzeughaif te mit in Zeilen und 
Spalten 'angeordneten Bauteilpositionen eingelegt. Auf die 
Bauteilpositionen der Klebefolie beziehungsweise der Klebe- 
platte wird dann jeweils ein Sensorchip des Halbleiterwafers 
in den Bauteilpositionen unter Auf kleben der aktiven Obersei- 
te der Sensorchips auf die Klebeseite der Klebefolie bezie- 
hungsweise der Klebeplatte aufgebracht. 

Danach werden die Moldwerkzeughaiften zusammengefahren und 
eine Kunststof fmasse in die Form unter einseitigem Einbetten 
der Sensorchips eingespritzt . Nach einem AushSrten der Kunst- 
stoffmasse zu einer Verbundplatte aus Kunststof fmasse und 
Sensorchips werden die MoldwerkzeughSlf ten auseinandergefah- 
ren und die Verbundplatte entnommen. SchlieBlich wird die 
Klebefolie beziehungsweise die Klebeplatte von der Verbund- 
platte entfernt und eine Umverdrahtungslage auf die freige- 
wordene Gesamtoberseite der Verbundplatte aufgebracht. 

Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass nach dem SpritzgieBen 
der Verbundplatte eine gemeinsame Gesamtoberseite zum Auf- 
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bringen von weiteren Beschichtungen gleichzeitig far mehrere 
Sensorbauteile zur Verfugung steht. Dartiber hinaus hat das 
Verfahren den Vorteil, dass weder eine Stufe zwischen der ak- 
tiven Oberseite des Sensorchips und der Kunststof fmasse noch 
ein Abstand zwischen der aktiven Oberseite des Sensorchips 
und der Kunststof fmasse auftritt, so dass mit einer einzigen 
Umverdrahtungsschicht das gesamte Sensorbauteil verdrahtet 
werden kann. Diese Umverdrahtungsschicht der Umverdrahtungs- 
lage weist Umverdrahtungsleitungen auf, welche die Kontakt- 
fiachen des Sensorchips mit AuBenkontaktf lachen des Sensor- 
bauteils verbinden. Ferner kannen auf diese AuiJenkontaktf la- 
chen noch im Zustand des Nutzens AuBenkontakte in Form von 
LothOckern Oder Lotbailen oder Aufienkontaktf lecken aufge- 
bracht werden. 



Bei einem weiteren DurchfUhrungsbeispiel des Verfahrens wer- 
den auf die Klebefolie oder Klebeplatte Elektroden von passi- 
ven Bauteilen mit aufgebracht, so dass eine komplexere Sen- 
sor schaltung ftir das Sensorbauteil realisiert werden kann. 
Dartiber hinaus ist es auch mOglich, in den Bauteilpositionen 
zusatzliche Halbleiterchips mit integrierten Schaltungen zu 
positionieren, und zwar jeweils mit ihren KontaktflSchen auf 
der Klebefolie beziehungsweise Klebeplatte, damit beim Abzie- 
hen der Klebefolie oder Klebeplatte die Kontaktf lachen der 
zusatzlich integrierten Schaltungen durch Umverdrahtungslei- 
tungen kontaktiert werden kdnnen. 

Somit ermoglicht dieses Verfahren auf einfachste Weise, kom- 
plexe sensorbauteile aufzubauen, wobei zur Erstellung des 
kartenfOrmigen Gehauses lediglich ein Giefischritt erforder- 
lich ist und ftir die Verbindung der einzelnen Schaltungskom- 
ponenten in Form von passiven Bauteilen und integrierten 
Schaltungselementen und Sensorchips lediglich eine struktu- 
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rxerte Umverdrahtungssohlcht erforderlioh „ird. Sollten der 
Sensorchlp und ein Halbleiterchip Integrierter Schaltun, 
abere.„a„der gestapelt werdan, so ist eine interna StapelveL 
drahtung vor ainem Einbettan in dia ,aMainsan>a Kunatatoff- 
Platte durchzufOhren und/oder aina Oba.hfihun, de. Kontaktfl.- 
ohen dea untaran Halbiaiterohip arfordarlich, ™ diaaa auf 
dar Gasamtobarsaita Mit andaran Komponanten des Sanaorbau- 
texls zu verdrahten. 

Ein Verfahran zur Haratallung ainaa Sanaorbautaila waiat dan 
zuaatzlichan Varfahransachritt au., daaa nac. da„ Herat 
a.naa «utzans nooh Au«ankonta.ta auf die Au.an.onta.tfl.chen 
aufgabracht warden und a„achlia«and der »utzan in ainzalna 
Sensorbauteile getrennt wird. 

Zuaa^enjaaaend iat featzuatallan. daas Mit der Er«ndung ein 
praxawartea, platzaparendaa Gahauaa arzaugt „ird, waiche! zu- 
de. a.na guta Charaktariati. bazUglich Peuchtig.aitaa^pfind- 
l.ch.e.t auf waiat. Dies wird dadurch erreioht, daaa daa Ge- 
h^uae .n Anlehnung an eine aoganannte "Univeraal Paolcage"- 
Tachnologia aufgabaut ist. Andera ala bei der Montage von 
norMalan, nicht optiachan Halblaitern warden bei den optoa- 
le.tronia=hen Kon^onenten die Senaorf l.chen nicht durch Dia- 
aLt! T,^'""^^'"^^"" I.»tstoppiacka abgedaOct, aondarn zur 
ap^taren Abdeckung „it optiachan Materialian baziehungawaiae 
opt»chan Bauala„anten, zua Beispiel Linaen, freigalaaaen. 
Zuaan^anfaaaand ergaben aich damit foigande Vortaila: 

1. Garinge HersteHungskoatan dea Gehauaes- 

2. Garinger Piatzbedarf daa Gahauaaa, wie ea baiapielaweiaa 

tur Handy-Kameras erforderlioh wird; • • 
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3. Eine Oberf l^chenmontage des GehSuses ist aufgrund der 
geringen Feuchteempf indlichkeit ra5glich, das bedeutet, 
das erf indungsgeiaafie Bauteil kann in normalen oberfia- 
chenmontierenden Prozessen auf eine Platine eines tiber- 
geordneten Schaltkreises problemlos aufgel5tet werden. 

Die Erfindung wird nun anhand der beigeftigten Figuren nSher 
eriautert . 



ei- 



Figur 1 zeigt eine schematische perspektivische Ansicht 

nes Sensorbauteils einer ersten AusfUhrungsf orra der 
Erfindung, 

Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 

Sensorbauteil gema/i in einem GehSuse einer zweiten 
AusfUhrungsform der Erfindung, 

Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 
Sensorbauteil als Kopplungsbauteil gemafi einer 
dritten Ausfahrungsform der Erfindung, 

Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt durch eine 
Sensorbauteilposition eines Nutzens vor dem Auf- 
bringen von Aufienkontakten, 

Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 

Sensorbauteil nach Aufbringen einer Linse auf einen 
Sensorbereich des Bauteils als vierte Ausftihrungs- 
form der Erfindung, 

Figur 6 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 

sensorbauteil gemaii einer fttnften Ausfahrungsform 
der Erfindung, 
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Figur 7 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 

Sensorbauteil gemau einer sechsten Ausfahrungsform 
der Erfindung, 

Figur 8 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 

Sensorbauteil gemSfi einer siebten Ausf fahrungsf orm 
der Erfindung, 

Figur 1 zeigt eine schematische perspektivische Ansicht eines 
Sensorbauteils 1 einer ersten Ausfahrungsform der Erfindung 
Ean Sensorchip 2 ist mit seinen Randseiten 36, 37, 38 und 39 
in eine Kunststoffplatte 6 mit den Randseiten 8, 9, 11 und 12 
eingebettet. Eine aktive Oberseite 5 des Sensorchips 2 und 
eine Oberseite 35 der Kunststoffplatte 6 bilden eine Gesamt- 
oberseite 13. ZusMtzlich zu der aktiven Oberseite 5 des Sen- 
sorchips 2 umfafit die Gesamtoberseite 13 eine aktive Obersei- 
te eines zusatzlichen Halbleiterchips 21, auf welcher Kon- 
taktfiachen 29 angeordnet sind. DarUber hinaus sind auf der 
Gesamtoberseite 13 die ElektrodenflSchen 18 von drei passiven 
Bauelementen 19 angeordnet. 

Neben den Kontaktflachen 4 und 29 beziehung.welss dea sowohl 
des sensorchips 2 als auch des Halbleiterchips 21 und den E- 
lektroden 18 der passiven Bauelemente 19 weist die Gesamt- 
oberseite AuEenkontaktfWchen 17 auf, auf denen AuBenkontalcte 
25 angeordnet sind, 

Auf der Gesamtoberseite 13 ist eine Umverdrahtungsschicht 15 
angeordnet, die mit ihren Umverdrahtungsleitungen 16 Kontakt- 
fiachen 4 des Sensorchips 2 mit KontaktflSchen 29 des Halb- • 
leiterchips 21 verbindet und Kontaktf lichen 4 mit Elektroden- 
fiachen 18 verbindet, sowie Uber weitere Umverdrahtungslei- 
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tungen 16 die Kontaktf lachen 4 und 29 als auch die Elektro- 
denflSchen 18 mit AuBenkontaktf lachen 17 auf der Gesamtober- 
seite 13 verbindet. Das in Figur 1 gezeigte Sensorbauteil i 
stent somit bereits ein Sensomodul dar und kann tlber die 
AuBenkontakte 25 mit einer tibergeordneten Schaltung auf einer 
Lexterplatine verbunden werden. Bei einer derartigen OberflM- 
chenmontage eines Sensorbauteils der ersten Ausfahrungsform 
der Erfindung, wie es Figur 1 zeigt, ist in der tibergeordne- 
ten Schaltungsplatine eine Offnung vorzusehen, die dem Sen- 
sorbereich 3 des Sensorchips 2 entspricht, urn einen Zugriff 
auf dem Sensorbereich 3 zu ermoglichen. 

Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein Sen- 
sorbauteil 10 in einem KameragehSuse 26 gemau einer zweiten 
Ausfahrungsform der Erfindung. Komponenten mit gleichen Funk- 
txonen wie in Figur 1 werden mit gleichen Bezugszeichen ge- 
kennzeichnet und nicht extra erSrtert. 

Das Sensorbauteil 10 ist ein Teil eines Kamerabauteils 41 
und auf einer Ubergeordneten Schaltungsplatine 42 in dem Ka- 
meragehause 26 eines Mobiltelef ons angeordnet. Die drei" Kom- 
ponenten, Systembauteil 10, Schaltungsplatine 42 und Kamera- 
gehsuse 26 sind abereinander angeordnet, wobei das Sensorbau- 
teil 10 unterhalb der tibergeordneten Schaltungsplatine 42 und 
die Schaltungsplatine 42 unterhalb des KameragehSuses 26 an- 
geordnet sind. Das Sensorbauteil 10 weist einen Sensorchip 2 
einen Halbleiterchip 21 und passive Bauelemente 19 auf Der ' 
sensorchip 2 weist eine aktive Oberseite 5 mit einem Sensor- 
bereich 3 und Kontaktfiachen 4 und eine Rtickseite 7 auf Der 
Halbleiterchip 21 weist Kontaktf ischen 29 auf, und das passi- 
ve Bauelement 19 weist Elektrodenf ISchen 18 auf; • 
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Der Sensorchip 2, der Halbleiterchip 21 und die passiven Bau- 
elemente 19 sind derart in eine Kunststof fmasse 31 eingebet- 
tet, dass sie eine Kunststof fplatte 6 bilden, die eine Ge- 
samtoberseite 13 rait dem Sensorbereich 3, den Kontaktf ischen 
4 und 29 und den ElektrodenflSchen 18 aufweist. Auf dieser 
Gesamtoberseite 13 sind Umverdrahtungsleitungen 16 angeord- 
net, welche die Schaltungselemente 2, 19 und 21 untereinander 
verbinden und elektrische Verbindungen zu AuBenkontaktf iSchen 
17 herstellen. Auf den AuBenkontaktf lichen 17 sind Aufienkon- 
takte 25 angeordnet, die an die Ubergeordnete Schaltungspla- 
tine 42 angeiotet sind. 

Die umverdrahtungsleitungen 16 bilden eine Umverdrahtungss- 
chicht 15, die Teil einer Umverdrahtungslage 14 ist, wobei 
die umverdrahtungslage 14 zusStzlich eine isolierende Abdeck- 
schicht 45 aufweist, die lediglich den Sensorbereich 3 und 
die AuBenkontaktflachen 17 freilSsst. Der Sensorbereich 3 
tragt eine Linse 22, die zu der optischen Achse 47 einer 
zweiten Linse 34 ausgerichtet ist, wobei die zweite Linse 34 
zwischen Kameragehause 26 und Ubergeordneter Schaltungsplati- 
ne 42 ausgerichtet ist. 

Die tibergeordnete Schaltungsplatine 42 und das Kameragehause 
26 weisen Offnungen 43 beziehungsweise 44 auf, deren GrSfie 
dem sensorbereich 3 des Sensorchips 2 entspricht, so dass der 
optische Eindruck der Umgebung auf den Sensorbereich 3 des 
sensorchips 2 tlber die Linsen 34 und 22 einwirken kann. Ein 
Dichtungselement 46 zwischen der zweiten Linse 34 und dem Ka- 
meragehause 26 sorgt dafar, dass keine Feuchtigkeit und keine 
Staubpartikel in das GehMuse 26 eindringen k5nnen. 

Pigur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein Sen- 
sorbauteil 20, das als Kopplungsbauteil gemaft einer dritten 
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Ausfahrungsform der Erfindung ausgebildet ist. Komponenten 
mit gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren 
warden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht 
extra erSrtert. 

Das Sensorbauteil 20 zeigt einen ahnlichen Aufbau wie das 
Sensorbauteil 10, in Figur 2 jedoch ist die Linse 22 auf ei- 
nen Glasfaser 51 ausgerichtet. Anstelle des KameragehSuses 26 
wie in Figur 2 ist tiber der Offnung 44 der tibergeordneten 
Schaltungsplatine 42 ein Glasfasereinsteckbereich 27 mit ei- 
nem Glasfasereinstecksockel 48 angeordnet und auf der tiberge- 
ordneten Schaltungsplatine 42 fixiert, Der Glasfasereinsteck- 
sockel 48 ist derart strukturiert , dass eine Einsteckhtllse 
49, die auf dem Glasfaser 51 befestigt und mit dem Glasfa- 
15 sereinstecksockel 48 in Eingriff bringbar ist. Der Glasfa- 
sereinstecksockel 48 ist derart ausgerichtet, dass die opti- 
schen Achsen 47 der Glasfaser 51 und die Linse 22 zueinander 
ausgerichtet sind. 

20 Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt durch eine Sen- 
sorbauteilposition 33 eines Nutzens 28 vor dem Aufbringen von 
Aufienkontakten und vor dem Auftrennen des Nutzens 28 in ein- 
zelne Sensorbauteile. Komponenten mit gleichen Funktionen wie 
in den vorhergehenden Figuren werden mit gleichen Bezugszei- 

25 Chen gekennzeichnet und nicht extra erOrtert. 

Der Nutzen 28 weist eine Verbundsplatte 32 mit einer Kunst- 
stoffplattenrUckseite 24 auf. Die Verbundplatte 32 besteht 
aus einer Kunsts toff masse 31 und darin eingebetteten Sensor- 
30 chips 2, Halbleiterchips 21 und passiven Bauelementen 19. Die 
Schaltungskomponenten 2, 19 und 21 sind derart in die Kunst- 
stoffmasse 31 der Verbundplatte 32 eingebettet, dass sie eine 
Gesamtoberseite 13 bilden, die mit einer Umverdrahtungslage 
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14 aus einer Umverdrahtungsschicht 15 mit Umverdrahtungslei- 
tungen 16 bedeckt ist, Eine isolierende Abdeckung 45 lasst 
dann lediglich die Sensorbereiche 3 und die AuJienkontaktfia- 
chen 17 in jeder der Bauteilpositionen 33 des Nutzens 28 
f rei . 



Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein Sen- 
sorbauteil 30 nach Aufbringen einer Linse 22 auf einen Sen- 
sorbereich 3 des Sensorbauteils 30 gemas einer vierten Aus- 
ftlhrungsform der Erfindung. Die Linse 22 und die Aulienkontak- 
te 25 far jedes der Sensorbauteile 30 kann entweder bereits 
auf den in Figur 4 gezeigten Nutzen in jeder der Bauteilposi- 
tionen aufgebracht werden oder nachtrSglich auf jedem einzel- 
nen Sensorbauteil 30 fixiert werden. Die in Figur 5 gezeigte 
vierte Ausfiihrungsform der Erfindung weist ausschliefilich Au- 
fienkontakte 25 auf AuJJenkontaktf lachen 17 auf, die tiber Um- 
verdrahtungsleitungen 16 mit entsprechenden Elektroden der 
eingebetteten Schaltungskomponenten des Sensorbauteils 30 
verbunden sind. 

Figur 6 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein Sen- 
sorbauteil 40 einer ftinften Ausfiihrungsform der Erfindung. 
Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden 
Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und 
nicht extra erOrtert. 

Die fanfte AusfUhrungsform der Erfindung gemafi Figur 6 unter- 
scheidet sich von der vierten Ausfahrungsf orm gemSlJ Figur 5 
dadurch, dass zusatzlich zu Aufienkontakten 25, die tiber Um- 
verdrahtungsleitungen 16 mit den Elektrodenfiachen 19 und 
Kontaktflachen 4 und 29 der Schaltungskomponenten 2,18 und 21 
des Sensorbauteils verbunden sind, abstandshaltende Aufienkon- 
takte 52 auf der Gesamtoberseite angeordnet sind. Die Aufien- 
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kontakte 52 sorgen beim AufWten des Sensorbautells 40 auf 
eine Ubergeordnete Schaltungsplatine dafar, dass eln ausrel- 
chender Abstand zwischen der Linse 22 und der dartlber ange- 
ordneten Schaltungaplatlne eingehalten „lrd. Auch in der 
funftan Ausfahrungaform der ErJindung slnd die Schaltungskom- 
ponenten, „ie Sensorchip 2, Halbleiterchip 21 und passive 
Bauelemente 19 derart angeordnet, dass jedes der Ko„ponenten 
-t sexnen Elektrcden von der Gesarntoberseite 13 aus kontak- 
tierbar ist. 



Flgur 7 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein Sen- 
sorbauteil 50 einer sechsten Ausf ahrungsfor. der Erfindung. 
Dxese seohste Ausfahrungsform der Erfindung unterscheidet 
s:Lch von den vorhergehenden AusfUhrungsf ormen daduroh, dass 
der Halbleiterchip 21 und der Sensorchip 2 vor de™ Einbetten 
.n d.e Kunststoff^asse 31 aufeinander gestapelt sind. Bei der 
Stapelung „lrd darauf geachtet, dass die KontaktfWchen 29 
nicht von dem Sensorchip 2 bedeckt sind, sondern dass die 
Kontaktflachen 29 ndt Ihermoko,»pressionsk»pfen 53 belegt war- 
den kennen, die in ihrer H«he der Dicke des Sensorchips 2 
entsprechen. So.it ist auch der, unter dem Sensorchip 2 ange- 
ordnete Halbleiterchip 21, aber die Gesamtoberseite 13 und 
dre dort angeordnete Umverdrahtungsschicht 15 mit den abrigen 
Kon^jonenten des Sensorbauteils 50 verbindbar. 

Figur 8 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein Sen- 
sorbauteil 60 genaa einer siebten AusfUhrungsf orm der Erfin- 
dung. Die siebte Ausf<lhrungsform der Erfindung ge™a6 Figur 8 
unterscheidet sich von den vorhergehenden Ausf uhrungsfor^en 
dadurch, dass durch die Kunststof fmasse 31 Durohkontakte 23 
vorgesehen werden, die in ihrer Lange der Dicke der Kunst- 
stoffplatte 6 entsprechen. Da.it ist es n,«glich, auf der 
RUckseite 54 des Sensorbauteils 60 AuBenkontakte 25 anzubrin- 
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gen, die dann gegenaberliegend zu der Linse 22 beziehungswei- 
se zu dem Sensorbereich 3 des Sensorchips 2 angeordnet sind 
Mxt dieser siebten Ausftihrungsform der Erfindung ist es mSg- 
lich, eine Oberf lachenmontage auf einer tibergeordneten Schal- 
tungsplatine zu realisieren, wobei eine Cffnung in der tlber- 
geordneten Leiterplatte nicht erforderlich ist, da der Sen- 
sorbereich 3 des Sensorbauteils 60 trotz Oberf l.chenmontage 
auf einer tibergeordneten Schaltungsplatine frei zuganglich 
ist. 
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Patentanspriiche 

1. Sensorbauteil das folgende Merkmale auf weist: 

einen Sensorchip (2) mit einem Sensorbereich (3), 
Elektroden des Sensorbereichs (3), Leiterbahnen und 
Kontaktfiachen (4) auf einer aktiven Oberseite (5) 
des Sensorchips (2), wobei die Leiterbahnen die 
Kontaktfiachen (4) mit den Elektroden elektrisch 
verbinden, 

eine Kunststof fplatte (6), in die der Sensorchip 
(2) mit seiner Rtickseite (7) und seinen Randseiten 
(8-11) eingebettet ist, wobei die aktive Oberseite 
(5) des Sensorchips (2) mit einer Oberseite (5) der 

Kunststof fplatte (6) eine Gesamtoberseite (13) auf- 

weist, 

eine Umverdrahtungslage mit einer Umverdrahtungs- 
schicht, die Umverdrahtungsleitungen von den Kon- 
taktfiachen zu Aufienkontaktfiachen des Sensorbau- 
teils aufweisen, wobei die Umverdrahtungslage auf 
der Gesamtoberseite angeordnet ist. 

2. Sensorbauteil nach Anspruch 1, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

die Gesamtoberseite (13) Elektrodenf lachen (18) von in 
die Kunststof fplatte (6) eingebetteten passiven Bautei- 
len (19) aufweist, wobei sich Umverdrahtungsleitungen 
(16) von den Elektrodenf lachen zu Kontaktfiachen (4) 
und/oder zu AuBenkontaktf lachen (17) erstrecken. 

3. Sensorbauteil nach Anspruch 2, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

die Gesamtoberseite (13) Kontaktfiachen (29) von einem 
Halbleiterchip (21) mit integrierter Schaltung aufweist. 
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wobei sich Umverdrahtungsleitungen (16) von den Kontakt- 
fiachen (29) des Halbleiterchips (21) zu KontaktflSchen 
(4) des Sensorchips (2) und/oder zu ElektrodenflSchen 
(18) und/oder zu Aulienkontaktfiachen (17) erstrecken. ' 

Sensorbauteil nach einem der vqrhergehenden Ansprtiche, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 
der.Sensorchip (2) und ein Halbleiterchip (21) mit in- 
tegrierter Schaltung tibereinander gestapelt in der 
Kunststoffplatte (6) eingebettet sind, wobei der Sensor- 
berexch (3) einen Teil der Gesamtoberseite (13) bildet. 

sensorbauteil nach einem der AnsprUchvorhergehenden An- 
sprUche, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

der Sensorbereich (3) strahlungsempf indlich ist und eine 
Linse (22) aufweist. 

sensorbauteil nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 
die Kunststoffplatte (6) Durchkontakte (23) aufweist 
wobei die Durchkontakte (23) auf einer Kunststof fplat- 
tenrackseite (24) mit Aulienkontaktf lichen (17) verbunden 
sind und mit den Umverdrahtungsleitungen (16) auf der 
Gesamtoberseite (13) elektrisch in Verbindung stehen. 

Optoelektronisches GerSt, das ein Sensorbauteil (1) nach 
einem der vorhergehenden AnsprUche in einem Kamerageh^u- 
se (26) aufweist. 

optoelektronisches Kopplungsbauteil, das ein Sensorbau- 
teil (1) nach einem der AnsprUche 1 bis 6 mit einem 
Glasfasereinsteckbereich (27) aufweist. 
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10 



10 



15 



20 



30 



Nutzen, der in Zeilen und Spalten angeordnete Bauteile- 
positionen (33) mit Sensorbauteilen gemSB einem der An- 
spriiche 1 bis 6 aufweist. 



Verfahren zur Herstellung eines Nutzens (28), das fol- 
gende Verf ahrensschritte aufweist: 

Bereitstellen eines Halbleiterwafers mit in Zeilen 
und Spalten angeordneten Sensorchippositionen, 
Trennen des Halbleiterwafers in einzelne Sensor- 
chips (2) mit einem Sensorbereich (3) und Kontakt- 
fiachen (4) auf einer aktiven Oberseite (5) der 
Sensorchips, 

Einlegen einer Klebefolie oder einer Klebeplatte in 
eine erste Moldwerkzeughaifte mit in Zeilen und 
Spalten angeordneten Bauteilpositionen (33), 
Aufbringen der Sensorchips (2) in den Bauteilposi- 
tionen unter Aufkleben der aktiven Oberseiten der 
Sensorchips auf die Klebeseite der Klebefolie oder 
der Klebeplatte, 
Zusammenfahren von Moldwerkzeughaiften und Ein- 
spritzen einer Kunstst off masse (31) in die Form un- 
ter einseitigem Einbetten der Sensorchips (2), 
" Ausharten der Kunststoff masse (31) zu einer Ver- 
bundplatte (32) aus Kunststoff masse (31) mit Sen- 
sorchips (2), 

Entfernen der Klebefolie oder der Klebeplatte und 
Aufbringen einer Umverdrahtungslage (14) auf die 
freigewordene Gesamtoberseite (13) der Verbundplat- 
te (32). 
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10 



11. Verfahren nach Anspruch 10, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 
in Bauteilpositionen (33) zusStzlich passive Bauteile 
(19) mit ihren Elektrodenf lachen (18) auf der Klebefolie 
Oder auf der Klebeplatte positioniert werden. 

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder Anspruch 11, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

in den Bauteilpositionen (33) zusatzlich Halbleiterchips 
(21) mit integrierten Schaltungen mit ihren Kontaktf li- 
chen (29) auf der Klebefolie oder auf der Klebeplatte 
positioniert werden. 

13. verfahren zur Herstellung eines Sensorbauteils, das f oi- 
ls gende Verf ahrensschritte aufweist 

Bereitstellen eines Nutzens (28) mit in Zeilen und 
Spalten angeordneten Bauteilpositionen (33), geraSB 
einem der Ansprtiche 10 bis 12, 

Aufbringen von AuBenkontakten (25) auf Aufienkon- 
20 taktf lachen (17) , 

Trennen des Nutzens (20) in einzelne Sensorbauteile 
(1,10,20,40,60). 
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